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以下資料由天二科技股份有限公司公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。
以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意


   認購相關資訊
   公司簡介
   風險事項說明(申請登錄戰略新板公司適用)

   主要業務項目
   最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表
   最近五年度簡明資產負債表
   最近三年度財務比率
公司名稱：天二科技股份有限公司 (股票代號：6834)
申請登錄：■一般板       □戰略新板
	董事長
	廖震益

	總經理
	詹清輝

	資本額
	798,270,820元

	輔導推薦證券商
	台新綜合證券股份有限公司、

富邦綜合證券股份有限公司、

中國信託綜合證券股份有限公司、
元大證券股份有限公司

	主辦輔導券商聯絡人電話
	台新綜合證券股份有限公司 郭先生(07)537-0755#127

	註冊地國
	不適用

	訴訟及非訟代理人
	不適用


	輔導推薦證券商認購天二科技股份有限公司股票之相關資訊

	證券商名稱
	主辦
	協辦
	協辦
	協辦

	
	台新綜合證券股份有限公司
	富邦綜合證券股份有限公司
	中國信託綜合證券股份有限公司
	元大證券股份有限公司

	認購日期
	110年8月19日

	認購股數（股）
	1,200,000股
	100,000股
	100,000股
	100,000股

	認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率
	1.50%
	0.13%
	0.13%
	0.13%

	認購價格
	每股新台幣32元

	認購價格之訂定
依據及方式
	本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場基礎法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之承銷價格，作為天二科技股份有限公司(以下簡稱天二科技或該公司)辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。

該公司認購價格之計算方式，係綜合參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境、市場法及興櫃市場流動性不足之風險，經與該公司議定之認購價格為32元。

基於目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。如證券投資分析常用之股票評價方法主要包括1.市場基礎法：(1)本益比法(Price/Earnings Ratio，P/E Ratio)及(2)股價淨值比法(Price/Book Value Ratio，P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整；2.成本法，亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎；3.收益基礎法中之自由現金流量折現法(Discounted Cash Flow Method，DCF)則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。以上股票評價方法，由於股價淨值法使用歷史性財務資料，無法反映公司未來成長性，且較常用於評估獲利波動度較大或有鉅額資產但股價偏低之公司，及因成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；另自由現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，因較難取得適切之數據，使未來現金流量及加權平均資金成本更無法精確掌握，故本次輔導推薦證券商認購天二科技股份有限公司僅就市場基礎法－本益比法進行評估。

該公司主要從事各類厚膜晶片電阻、薄膜晶片電阻及金屬板微歐姆電阻之製造與銷售業務，經參酌目前國內上市(櫃)同業資料，並綜合考量營運規模、營運模式及產品類型後，選擇上市公司大毅 (股票代號：2478)，主要從事厚膜晶片電阻、電阻網路、積體電路等零阻件製造加工及買賣業務；上櫃公司光頡(股票代號：3624)，主要從事精密電阻、一般電阻與高頻電感等之研究、開發、製造與銷售；以及上櫃公司臺慶科(股票代號：3357)，主要從事磁性元件及電感元件之製造及銷售，作為該公司之採樣同業。茲將其採樣同業、上市(櫃)電子零組件業類股最近三個月(110年4月~110年6月)之本益比列示如下：
單位：倍
同業\月份\本益比
110年04月
110年05月
110年06月
平均
採樣同業

大毅(2478)

16.67
14.92
15.87
15.82
光頡(3624)

23.99
16.06
19.26
19.77
臺慶科(3357)

20.38
16.76
16.92
18.02
上市

電子零組件業類
20.64
18.28

19.72
19.55
上櫃

電子零組件業類
27.40
19.52
20.84
22.59
資料來源：臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。

依上表資訊，該公司採樣同業及上市(櫃)電子零組件類股最近三個月(110年4月~110年6月)之平均本益比區間介於15.82~22.59倍之間，若以該公司109年及110年第二季經會計師查核或核閱財務報告，設算該公司最近四季(109年第三季至110年第二季)之稅後淨利為115,153仟元，以該公司目前股本79,827仟股設算之最近四季每股稅後盈餘為1.44元，按上述本益比區間計算其參考價格，價格區間約為22.78~32.53元，另衡量天二科技109年度營收及稅後淨利年增率分別為91.04%及160.71%，成長率與採樣同業及上市櫃電子零組件業類公司相較表現優異，且公司亦積極擴產薄膜電阻及金屬板電阻等高毛利率產品，有助於未來整體營收與獲利之增長，故綜合考量天二科技市場競爭利基、產業發展前景、營運實績等因素後，本輔導推薦證券商與該公司共同議定興櫃認購價格為每股32元，雖高於依採樣同業及上市櫃電子零組件類股算出之本益比區間，惟評估尚屬合理。


	公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

	【公司介紹】

天二科技股份有限公司(以下稱天二科技)設立於民國59年2月16日，主要業務為各類厚膜晶片電阻、薄膜晶片電阻及金屬板微歐姆電阻之製造與銷售業務。天二科技專注利基型晶片電阻之經營，已累積多年之製造經驗及技術能量，對產業環境變化、產品發展趨勢、生產製造及行銷業務等各方面具嫻熟之經驗，且對電子產業產品的各項應用需求皆能精準掌握，並持續利用優異之厚膜及薄膜製程技術，開發出具競爭力及特殊應用的抗硫化、抗突波、高電壓、高功率等各式電阻產品，近年來除厚膜電阻產品外，亦積極開發具利基型之薄膜電阻與金屬板電阻之產品，以深化產品競爭優勢。天二科技透過直接客戶導入，以提升品牌知名度，除與現有客戶保持緊密良好之合作關係外，並透過與上、下游產業進行策略聯盟，以期打進國際大廠之全球供應鏈，拓展海內外市場，並提升自有及合作事業體之競爭力。
【歷史沿革】
年度
重要記事
59年
創辦人林銘先生集資成立永銘工業股份有限公司，設立於台北縣永和市，登記資本額為新台幣貳百萬，從事電子組件、機械零件及建築五金等製造加工買賣。
77年
資本額增加至伍千柒百萬，公司更名為天二工業股份有限公司，遷址至高雄縣大寮鄉三隆村，由謝朝春先生帶領將公司轉型為從事被動元件貼片電阻製造及買賣。
83年
由楊新智先生接任董事長繼續帶領公司深耕於被動元件市場。
86年
取得ISO 9001認證。
89年
資本額增加至壹億陸千柒百萬。
92年
資本額增加至貳億貳千柒百萬。
93年
將公司更名為天二科技股份有限公司。
94年
無鉛製程導入，符合RoHS規範。
   100年
為吸引人才投入及取得更寬廣生產基地，遷址至高雄市前鎮區高雄加工出口區。
   102年
取得ISO 1400及OHSAS-18001認證。
   106年
經股東臨時會決議，將原大寮廠房進行分割予兄弟公司一新投資股份有限公司，分割後資本額減少至貳億貳千叁百伍拾萬。
   107年
107年1月於深圳設立100%持有之子公司—深圳市天二電子實業有限公司，藉以擴充華南地區之銷售。
107年4月進行增資陸億肆千捌百萬，用以購置設備及修繕廠房，並於同年7月1日改由廖震益先生接任董事長。
107年6月股東會決議與致強科技股份有限公司合併換股，訂107年7月16日為合併基準日，以致強科技股份有限公司4.36股換取本公司1股之比率，由本公司發行新股4,149,082股予致強科技股份有限公司以轉換致強科技股份有限公司18,090,000股，合併後資本額增加至陸億捌千玖百肆拾玖萬捌百貳拾，此合併換股案取得致強科技股份有限公司其產線及專門技術，藉以開拓天二科技股份有限公司金屬板生產線佈局。
取得IATF16949認證。
   108年
108年員工酬勞轉增資捌拾柒萬捌千股，增資後股本為陸千玖百捌拾貳萬柒千捌百零二股。
108年12月持續擴充產品線規模，並辦理現金增資，增資後股本為柒千玖百捌拾貳萬柒千捌百零二股。
取得ISO45001認證。
   109年
109年12月簽訂廠房合約，購置高雄市前鎮區南四路2號廠房，將用於擴充生產基地。
【經營理念】
    天二科技以「超越是永遠的目標」、「人才是進步的動力」、「研發是發展的磐石」、「回饋是不變的信念」、「誠信是堅持的原則」等五大目標為企業之使命。超越是永遠的目標：持續拓展公司營運動能不斷超越所訂定的目標，將超越自我的精神落實於企業文化中；人才是進步的動力：重視人才，培育人才，員工是天二科技最重要的資產，提供完整的職能規劃及在職訓練，營造良好的工作環境及完整的獎勵制度；研發是發展的磐石：創新研發提升產品應用領域，奠定天二科技長期發展及永續經營根基；回饋是不變的信念：以滿足客戶需求為源頭、照顧員工需求為目標，及善盡社會責任並致力回饋於股東權益；誠信是堅持的原則：將信守承諾做為最核心價值，實踐於各項作業事項中，以堅持誠信原則兼顧長期穩定獲利為最終理想。

【未來展望】
     (一)短期發展計畫
(1)行銷方面
建立與客戶良好之溝通管道，並與有潛力之直營客戶舉行交流會，以新增有需求利基型產品之直營客戶，即時提供天二科技完整新產品資訊，透過充分與專業之技術諮詢，提高客戶對公司產品之滿意度，並維持雙方良好之合作關係。  
(2)生產方面
以訂單式彈性生產為主，配合部分計畫性生產為輔，及時滿足客戶對各式產品的需求，並落實ISO品質系統，持續不斷的進行品質改善與精進，提升新產品創新與研究，以期增加產品效能及穩定度。 

(3)產品發展方面
積極擴展產品應用領域，並與供應商緊密合作，開發多元化產品線組合，並與客戶端緊密交流，針對客戶需求進行產品開發，以期掌握市場先機。
(4)營運規模方面
天二科技持續在台灣建置生產基地，於110年初投入資金持續擴充生產線，逐步提高產能，透過規模經濟以提升經營綜效。另，本公司持續優化電腦系統並透過自動化管理，以提高管理績效。
     (二)長期發展計畫
(1)行銷方面
充分掌握客戶需求，研發更貼近客戶需求之產品，進而提高產品附加價值，透過本公司直接客戶導入，以提升本公司品牌知名度，除與現有客戶保持緊密良好之合作關係外，並透過與上、下游產業進行策略聯盟，以期打進國際大廠之全球供應鏈，拓展海內外市場，並提升自有及合作事業體之競爭力。
(2)生產方面
朝國際化分工，設立適當規模之生產及服務據點，以增加產能，並降低生產成本，更可就地服務客戶，並積極尋求優良以及可長期合作的協力廠商，協助其生產技術的提升，透過模組化生產，以提高產能及降低成本。
(3)產品發展方面
以成為提供客戶研發設計最佳解決方案者為己任，並迎合未來5G發展及追求自動化生產需求。除深耕目前主力產品並帶動該系列產品之開發外，同時朝產品多元化領域發展。
(4)營運規模方面
天二科技厚膜、薄膜及金屬板事業部，持續聚焦於高精密及低阻值產品開發並因應全球性缺工問題，在製程改善中加入自動化生產。同時，優化客戶結構以開拓直營客戶與歐美地區國際及重要客戶為優先，藉此調整營運體質，擴大高毛利產品產能，以強化利潤並爭取高單價訂單之客戶組合。在厚膜、薄膜及金屬板事業部三箭齊發下，未來五年內將順利打進基地台、天線、伺服器、通訊、無線模組、智慧手機及數位消費市場，創造更高獲利來源。海外工廠佈建亦是天二科技規劃重點事項，持續評估客戶聚落新南向可能性，預計將透過併購或策略聯盟相互支援，開拓新生產基地，除將天二科技營運規模倍增，建立庫存水位，以滿足持續開發之客源需求。


	


                                                                          

	風險事項說明(登錄戰略新板公司適用)

	本公司非登錄戰略新板之公司，故不適用。

	主要業務項目：

天二科技專注於各類厚膜晶片電阻、薄膜晶片電阻及金屬板微歐姆電阻之製造與銷售業務。天二科技晶片電阻產品屬於固定式電阻器，由於體積小符合電子產品輕薄短小之特性，適用於各電子、資訊及通訊工業產品所需。                                       

	公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

  天二科技係專業晶片電阻製造商，完整掌握中游生產核心技術，而重點原材料如電阻膏及基板基於質量考量，需花較多時間進行測試，並由特定供應商進行供應，本公司於取得其他相關材料後，進行研發及設計再生產製造為晶片電阻成品，銷售予電源供應器、消費性電子網通、車用電子、醫療電子等終端應用廠商。

上游-原材料供應商
中游-晶片電阻製造廠商
下游-終端應用商
基板、電阻膏、
包裝材料
天二科技、國巨、華新科、大毅、光頡
電源供應器、通訊設備、數位相機、遊戲機、機上盒、汽車、視聽家電
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	產品圖示
及介紹
	重要用途或功能
	最近一年度
營收金額(仟元)
	佔總營收

比重(%)

	厚膜
電阻
	[image: image3.png]



	調整電路電壓及保護元件，作為突波吸收、溫控及感測之用。應用於各式電子、資訊及通訊工業產品。
	545,511
	61.48

	薄膜
電阻

	[image: image4.png]



	調整電路電壓及保護元件，作為高精度及低溫漂、溫控及感測之用。應用於各式電子、資訊及通訊工業產品。
	157,753
	17.78

	金屬板
電阻
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	電流檢測及保護元件，作為大功率、低抗阻及感測之用。應用於各式行動化電子產品、資訊及通訊工業產品。
	182,586
	20.58

	其　他
	-
	代工天線產品及買賣電感等商品
	1,455
	0.16

	合     計
	887,305
	100.00


                                                                          

	最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表  
單位：新台幣仟元                      

	年度

項目
	105年

(註1)
	106年

(註1)
	107年

(註2)
	108年

(註2)
	109年

(註2)
	 110年截

至6月份止

 (註3)

	營業收入
	240,731
	373,671
	566,429
	464,471
	887,305
	586,524

	營業毛利
	51,186
	88,693
	150,482
	36,646
	171,619
	169,317

	毛利率(%)
	21.26
	23.74
	26.57
	7.89
	19.34
	28.87

	營業外收入
	8,063
	10,366
	32,869
	19,957
	17,475
	3,039

	營業外支出
	(4,205)
	(5,326)
	(1,114)
	(10,891)
	(1,693)
	(6,802)

	稅前損益
	8,967
	27,157
	88,020
	(68,369)
	47,957
	86,900

	稅後損益
	4,521
	28,456
	75,575
	(67,226)
	40,814
	80,603

	每股盈餘（元）
	0.32
	1.12
	1.37
	(0.95)
	0.51
	1.01

	股利發放
	現金股利(元)
	-
	-
	0.5
	-
	0.4
	-

	
	股票股利(資本公積轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	股票股利(盈餘轉增資)(元)
	-
	-
	-
	-
	-
	-


註1：105及106年度為個體財務資料，經會計師查核簽證，係採用我國財務會計準則編制。

註2：107~109年度為合併財務資料，經會計師查核簽證，係採用國際財務報導準則編制。

註3：110年上半年度為合併財務資料，經會計師核閱，係採用國際財務報導準則編制。
	最近五年度簡明資產負債表
         單位：新台幣仟元
                    單位：新台幣仟元

	年度

項目
	105年

(註1)
	106年

(註1)
	107年

(註2)
	108年

(註2)
	109年

(註2)

	流動資產
	257,776
	361,279
	800,888
	703,057
	710,383

	不動產、廠房及設備
	156,702
	162,885
	408,389
	518,088
	617,467

	無形資產
	100
	3,956
	27,214
	31,890
	26,958

	其他資產
	47,579
	67,846
	148,808
	113,803
	163,191

	資產總額
	462,157
	595,966
	1,385,299
	1,366,838
	1,517,999

	流動

負債
	分 配 前
	133,256
	247,118
	225,104
	142,142
	251,690

	
	分 配 後
	133,256
	247,118
	259,579
	142,142
	283,621

	非流動負債
	12,879
	7,869
	31,066
	24,571
	24,097

	負債

總額
	分 配 前
	146,135
	254,987
	256,170
	166,713
	275,787

	
	分 配 後
	146,135
	254,987
	290,645
	166,713
	307,718

	股本
	227,000
	223,500
	689,491
	798,271
	798,271

	資本公積
	-
	-
	242,526
	304,128
	304,128

	保留

盈餘
	分 配 前
	89,022
	112,652
	187,201
	86,303
	127,439

	
	分 配 後
	89,022
	112,652
	152,726
	86,303
	95,508

	其他權益
	-
	-
	9,911
	11,423
	12,374

	庫藏股票
	-
	-
	-
	-
	-

	權益總額
	分 配 前
	316,022
	340,979
	1,129,129
	1,200,125
	1,242,212

	
	分 配 後
	316,022
	340,979
	1,094,654
	1,200,125
	1,210,281


註1：105及106年度為個體財務資料，經會計師查核簽證，係採用我國財務會計準則編制。

註2：107~109年度為合併財務資料，經會計師查核簽證，係採用國際財務報導準則編制。
                                                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	最近三年度財務比率

	年  度

項  目
	107年
	108年
	109年

	財

務

比

率
	毛利率(%)
	26.57
	7.89
	19.34

	
	流動比率(%)
	355.79
	494.62
	282.25

	
	應收帳款天數(天)
	125
	160
	99

	
	存貨週轉天數(天)
	75
	113
	100

	
	負債比率(%)
	18.49
	12.20
	18.17


                                                                          
投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至公開資訊觀測站!![image: image7.png]



公司概況資料表
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